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(57)【要約】
【課題】本発明は積層セラミックキャパシタ及びその製
造方法に関する。
【解決手段】対向する第１側面及び第２側面、第１側面
及び第２側面を連結する第３端面及び第４端面を有する
セラミック本体１１０と、セラミック本体１１０の内部
に形成され、第３端面または第４端面に一端が露出する
複数個の内部電極１２１，１２２と、第１側面及び第２
側面から内部電極１２１，１２２の端部までの平均厚さ
が１８μｍ以下に形成された第１サイドマージン部及び
第２サイドマージン部１１３，１１４と、を含み、第１
サイドマージン部または第２サイドマージン部１１３，
１１４が、内部電極１２１，１２２の端部と内部電極の
延長線が第１側面または第２側面と接する地点との距離
の中心点を連結した仮想線により二つの領域に区分され
るとき、内部電極１２１，１２２に隣接した領域をＳ１
とし、Ｓ１の気孔率をＰ１とすると、１≦Ｐ１≦２０を
満たす。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
対向する第１側面及び第２側面、前記第１側面及び第２側面を連結する第３端面及び第４
端面を有するセラミック本体と、
前記セラミック本体の内部に形成され、前記第３端面または第４端面に一端が露出する複
数個の内部電極と、
前記第１側面及び第２側面から前記内部電極の端部までの平均厚さが１８μｍ以下に形成
された第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部と、を含み、
前記第１サイドマージン部または第２サイドマージン部が、前記内部電極の端部と内部電
極の延長線が第１側面または第２側面と接する地点との距離の中心点を連結した仮想線に
より二つの領域に区分されるとき、前記内部電極に隣接した領域をＳ１とし、前記Ｓ１の
気孔率をＰ１とすると、１≦Ｐ１≦２０を満たす積層セラミックキャパシタ。
【請求項２】
　前記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部はセラミックスラリーで形成され
る、請求項１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項３】
　前記内部電極は、一端が前記第３端面に露出し、他端が前記第４端面から所定の間隔を
置いて形成される第１内部電極と、一端が第４端面に露出し、他端が前記第３端面から所
定の間隔を置いて形成される第２内部電極とで構成される、請求項１に記載の積層セラミ
ックキャパシタ。
【請求項４】
対向する第１側面及び第２側面、前記第１側面及び第２側面を連結する第３端面及び第４
端面を有するセラミック本体と、
前記セラミック本体の内部に形成され、前記第３端面または第４端面に一端が露出する複
数個の内部電極と、
前記第１側面及び第２側面から前記内部電極の端部までの平均厚さが１８μｍ以下に形成
された第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部と、を含み、
前記第１サイドマージン部または第２サイドマージン部が、前記内部電極の端部と内部電
極の延長線が第１側面または第２側面と接する地点との距離の中心点を連結した仮想線に
より二つの領域に区分されるとき、前記内部電極に隣接した領域をＳ１、前記第１側面ま
たは第２側面に隣接した領域をＳ２とし、前記Ｓ１の気孔率をＰ１及び前記Ｓ２の気孔率
をＰ２とすると、Ｐ１／Ｐ２＞２を満たす積層セラミックキャパシタ。
【請求項５】
　前記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部はセラミックスラリーで形成され
る、請求項４に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項６】
前記内部電極は、一端が前記第３端面に露出し、他端が前記第４端面から所定の間隔を置
いて形成される第１内部電極と、一端が第４端面に露出し、他端が前記第３端面から所定
の間隔を置いて形成される第２内部電極とで構成される、請求項４に記載の積層セラミッ
クキャパシタ。
【請求項７】
複数個のストライプ型第１内部電極パターンが所定の間隔を置いて形成された第１セラミ
ックグリーンシート及び複数個のストライプ型第２内部電極パターンが所定の間隔を置い
て形成された第２セラミックグリーンシートを設ける段階と、
前記ストライプ型第１内部電極パターンと前記ストライプ型第２内部電極パターンが交互
になるよう前記第１セラミックグリーンシートと前記第２セラミックグリーンシートを積
層してセラミックグリーンシート積層体を形成する段階と、
前記ストライプ型第１内部電極パターン及び第２内部電極パターンを横切って第１内部電
極及び第２内部電極が一定幅を有し、前記幅方向に前記第１内部電極及び第２内部電極の
末端が露出した側面を有するように前記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階
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と、
前記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露出した側面にセラミックスラリーで第１サ
イドマージン部及び第２サイドマージン部を形成する段階と、を含み、前記第１サイドマ
ージン部及び第２サイドマージン部は前記第１側面及び第２側面から前記内部電極の端部
までの平均厚さが１８μｍ以下に形成され、前記第１サイドマージン部または第２サイド
マージン部が、前記内部電極の端部と内部電極の延長線が第１側面または第２側面と接す
る地点との距離の中心点を連結した仮想線により二つの領域に区分されるとき、前記内部
電極に隣接した領域をＳ１とし、前記Ｓ１の気孔率をＰ１とすると、１≦Ｐ１≦２０を満
たす積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項８】
　前記セラミックグリーンシート積層体を形成する段階は、
前記ストライプ型第１内部電極パターンの中心部と前記ストライプ型第２内部電極パター
ン間の所定の間隔とが重なるように積層される、請求項７に記載の積層セラミックキャパ
シタの製造方法。
【請求項９】
　前記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階は、
前記セラミックグリーンシート積層体が、前記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露
出した側面を有する棒型積層体になるように行われ、
前記第１及び第２サイドマージン部を形成する段階後に、前記第１内部電極の中心部及び
第２内部電極間の所定の間隔を同じ切断線で切断して第１内部電極または第２内部電極の
一端がそれぞれ露出した第３端面または第４端面を有する積層体に切断する段階が行われ
る、請求項７に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項１０】
　前記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階は、
前記セラミックグリーンシートを前記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露出した側
面を有する棒型積層体に切断する段階、及び前記棒型積層体を前記第１内部電極の中心部
及び前記第２内部電極間の所定の間隔を同じ切断線で切断して第１内部電極または第２内
部電極の一端がそれぞれ露出した第３端面または第４端面を有する積層体に切断する段階
で行われ、
前記第１及び第２サイドマージン部を形成する段階は、前記積層体に対して行われる、請
求項７に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項１１】
　前記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部を形成する段階は、前記第１内部
電極及び第２内部電極の末端が露出した側面に、セラミックスラリーを塗布することで行
う、請求項７に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項１２】
　前記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部を形成する段階は、前記第１内部
電極及び第２内部電極の末端が露出した側面をセラミックスラリーにディッピングするこ
とで行う、請求項７に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項１３】
　前記第１サイドマージン部または第２サイドマージン部が、前記内部電極の端部と内部
電極の延長線が第１側面または第２側面と接する地点との距離の中心点を連結した仮想線
により二つの領域に区分されるとき、前記第１側面または第２側面に隣接した領域をＳ２
とし、前記Ｓ２の気孔率をＰ２とすると、Ｐ１／Ｐ２＞２を満たす、請求項７に記載の積
層セラミックキャパシタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は積層セラミックキャパシタ及びその製造方法に関し、より詳細には信頼性に優れ
た高容量積層セラミックキャパシタ及びその製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
通常、キャパシタ、インダクタ、圧電体素子、バリスタまたはサーミスターなどのセラミ
ック材料を用いる電子部品は、セラミック材料からなるセラミック本体と、本体の内部に
形成された内部電極と、上記内部電極と接続されるようにセラミック本体の表面に設けら
れた外部電極と、を備える。
【０００３】
セラミック電子部品のうち積層セラミックキャパシタは、積層された複数の誘電体層と、
一誘電体層を介して対向配置される内部電極と、上記内部電極に電気的に接続された外部
電極と、を含む。
【０００４】
積層セラミックキャパシタは小型、且つ高容量が保障され、実装が容易であるという長所
によりコンピューター、ＰＤＡ、携帯電話などの移動通信装置の部品として広く用いられ
ている。
【０００５】
最近では、電子製品が小型化及び多機能化するにつれ、チップ部品も小型化及び高機能化
する傾向であり、積層セラミックキャパシタもそのサイズが小さく、容量の大きい高容量
製品が求められている。
【０００６】
積層セラミックキャパシタの容量を高めるべく、誘電体層を薄膜化する方法、薄膜化され
た誘電体層を高積層化する方法、内部電極のカバレッジを向上させる方法などが考慮され
ている。また、容量を形成する内部電極の重なり面積を向上させる方法が考えられている
。
【０００７】
積層セラミックキャパシタは、通常、次のように製造される。まず、セラミックグリーン
シートを製造し、セラミックグリーンシート上に導電性ペーストを印刷して内部電極を形
成する。内部電極の形成されたセラミックグリーンシートを数十から数百層まで重積して
グリーンセラミック積層体を作製する。その後、グリーンセラミック積層体を高温及び高
圧で圧着して硬いグリーンセラミック積層体を作り、切断工程を経てグリーンチップを製
造する。その後、グリーンチップを仮焼及び焼成してから外部電極を形成して積層セラミ
ックキャパシタを完成する。
【０００８】
上記のような製造方法で積層セラミックキャパシタを形成する場合、内部電極の形成され
ない誘電体層のマージン部領域を最小化することが困難であるため、内部電極の重なり面
積を増加させることに限界がある。また、積層セラミックキャパシタの角部のマージン部
は他の領域のマージン部より厚く形成され、仮焼及び焼成時に炭素の除去が容易でないと
いう問題がある。
【０００９】
上記の問題を解決するために、内部電極の形成されないマージン部領域を既に製作された
セラミック積層体に形成する方法が考案されているが、セラミック積層体のカバー領域と
上記マージン部の境界面に発生する気孔によって、衝撃に脆弱であるという問題がある。
【００１０】
下記先行技術文献はセラミック積層体のカバー領域の気孔率を調節しているが、上記の問
題は解決できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００５－１５９０５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
本発明は、信頼性に優れた高容量積層セラミックキャパシタ及びその製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明の一実施形態は、対向する第１側面及び第２側面、上記第１側面及び第２側面を連
結する第３端面及び第４端面を有するセラミック本体と、上記セラミック本体の内部に形
成され、上記第３端面または第４端面に一端が露出する複数個の内部電極と、上記第１側
面及び第２側面から上記内部電極の端部までの平均厚さが１８μｍ以下に形成された第１
サイドマージン部及び第２サイドマージン部と、を含み、上記第１サイドマージン部また
は第２サイドマージン部が、上記内部電極の端部と内部電極の延長線が第１側面または第
２側面と接する地点との距離の中心点を連結した仮想線により二つの領域に区分されると
き、上記内部電極に隣接した領域をＳ１とし、上記Ｓ１の気孔率をＰ１とすると、１≦Ｐ
１≦２０を満たす積層セラミックキャパシタを提供する。
【００１４】
上記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部は、セラミックスラリーで形成され
てもよい。
【００１５】
上記内部電極は、一端が上記第３端面に露出し、他端が上記第４端面から所定の間隔を置
いて形成される第１内部電極と、一端が第４端面に露出し、他端が上記第３端面から所定
の間隔を置いて形成される第２内部電極とで構成されてもよい。
【００１６】
本発明の他の実施形態は、対向する第１側面及び第２側面、上記第１側面及び第２側面を
連結する第３端面及び第４端面を有するセラミック本体と、上記セラミック本体の内部に
形成され、上記第３端面または第４端面に一端が露出する複数個の内部電極と、上記第１
側面及び第２側面から上記内部電極の端部までの平均厚さが１８μｍ以下に形成された第
１サイドマージン部及び第２サイドマージン部と、を含み、上記第１サイドマージン部ま
たは第２サイドマージン部が、上記内部電極の端部と内部電極の延長線が第１側面または
第２側面と接する地点との距離の中心点を連結した仮想線により二つの領域に区分される
とき、上記内部電極に隣接した領域をＳ１、上記第１側面または第２側面に隣接した領域
をＳ２とし、上記Ｓ１の気孔率をＰ１及び上記Ｓ２の気孔率をＰ２とすると、Ｐ１／Ｐ２
＞２を満たす積層セラミックキャパシタを提供する。
【００１７】
上記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部は、セラミックスラリーで形成され
てもよい。
【００１８】
上記内部電極は、一端が上記第３端面に露出し、他端が上記第４端面から所定の間隔を置
いて形成される第１内部電極と、一端が第４端面に露出し、他端が上記第３端面から所定
の間隔を置いて形成される第２内部電極とで構成されてもよい。
【００１９】
本発明の他の実施形態は、複数個のストライプ型第１内部電極パターンが所定の間隔を置
いて形成された第１セラミックグリーンシート及び複数個のストライプ型第２内部電極パ
ターンが所定の間隔を置いて形成された第２セラミックグリーンシートを設ける段階と、
上記ストライプ型第１内部電極パターンと上記ストライプ型第２内部電極パターンが交互
になるよう上記第１セラミックグリーンシートと上記第２セラミックグリーンシートを積
層してセラミックグリーンシート積層体を形成する段階と、上記ストライプ型第１内部電
極パターン及び第２内部電極パターンを横切って第１内部電極及び第２内部電極が一定幅
を有し、上記幅方向に上記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露出した側面を有する
ように上記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階と、上記第１内部電極及び第
２内部電極の末端が露出した側面にセラミックスラリーで第１サイドマージン部及び第２
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サイドマージン部を形成する段階と、を含み、上記第１サイドマージン部及び第２サイド
マージン部は上記第１側面及び第２側面から上記内部電極の端部までの平均厚さが１８μ
ｍ以下に形成され、上記第１サイドマージン部または第２サイドマージン部が、上記内部
電極の端部と内部電極の延長線が第１側面または第２側面と接する地点との距離の中心点
を連結した仮想線により二つの領域に区分されるとき、上記内部電極に隣接した領域をＳ
１とし、上記Ｓ１の気孔率をＰ１とすると、１≦Ｐ１≦２０を満たす積層セラミックキャ
パシタの製造方法を提供する。
【００２０】
上記セラミックグリーンシート積層体を形成する段階は、上記ストライプ型第１内部電極
パターンの中心部と上記ストライプ型第２内部電極パターン間の所定の間隔とが重なるよ
うに積層されてもよい。
【００２１】
上記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階は、上記セラミックグリーンシート
積層体が、上記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露出した側面を有する棒型積層体
になるように行われ、上記第１及び第２サイドマージン部を形成する段階後に、上記第１
内部電極の中心部及び第２内部電極間の所定の間隔を同じ切断線で切断して第１内部電極
または第２内部電極の一端がそれぞれ露出した第３端面または第４端面を有する積層体に
切断する段階が行われてもよい。
【００２２】
上記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階は、上記セラミックグリーンシート
を上記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露出した側面を有する棒型積層体に切断す
る段階、及び上記棒型積層体を上記第１内部電極の中心部及び上記第２内部電極間の所定
の間隔を同じ切断線で切断して第１内部電極または第２内部電極の一端がそれぞれ露出し
た第３端面または第４端面を有する積層体に切断する段階で行われ、上記第１及び第２サ
イドマージン部を形成する段階は、上記積層体に対して行われてもよい。
【００２３】
上記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部を形成する段階は、上記第１内部電
極及び第２内部電極の末端が露出した側面に、セラミックスラリーを塗布することで行っ
てもよい。
【００２４】
上記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部を形成する段階は、上記第１内部電
極及び第２内部電極の末端が露出した側面をセラミックスラリーにディッピングすること
で行ってもよい。
【００２５】
　上記第１サイドマージン部または第２サイドマージン部が、上記内部電極の端部と内部
電極の延長線が第１側面または第２側面と接する地点との距離の中心点を連結した仮想線
により二つの領域に区分されるとき、上記第１側面または第２側面に隣接した領域をＳ２
とし、上記Ｓ２の気孔率をＰ２とすると、Ｐ１／Ｐ２＞２を満たすことができる。
【発明の効果】
【００２６】
本発明の一実施形態によると、積層セラミックキャパシタにおいて、第１サイドマージン
部及び第２サイドマージン部の気孔率を調節することで、熱衝撃、電気衝撃等の外部衝撃
を緩和させることができ、高信頼性高容量積層セラミックキャパシタを具現することがで
きる。
【００２７】
また、積層セラミックキャパシタにおいて、内部電極の末端から第１側面または第２側面
までの距離が小さく形成されることができ、これにより、相対的にセラミック本体内に形
成される内部電極の重なり面積を広く形成することができる。
【００２８】
また、相対的に残留炭素の除去が困難な角部である最外郭に配置される内部電極の末端か
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ら第１側面または第２側面までの距離が極めて小さく形成され、残留炭素の除去が容易に
行われることができる。これにより、残留炭素の濃度散布が小さくなって同じ微細構造を
保持することができ、内部電極の連結性を向上させることができる。
【００２９】
また、最外郭に配置される内部電極の末端から上記第１側面または第２側面までの最短距
離を一定厚さに確保して耐湿特性を確保し、内部欠陥を減らすことができる。また、外部
電極の形成時に放射クラックの発生可能性を減らし、外部衝撃に対する機械的強度を確保
することができる。
【００３０】
本発明の一実施形態によると、積層された複数個の第１及び第２内部電極とセラミックグ
リーンシートが同時に切断され、上記内部電極の末端は一直線上に置かれることができる
。その後、内部電極の末端が露出する面に第１及び第２サイドマージン部が形成されても
よい。上記サイドマージン部の厚さはセラミックスラリーの量によって容易に調節される
ことができる。
【００３１】
上記内部電極は、誘電体層の幅方向に対して全体的に形成されることができるため、内部
電極間の重なり面積を形成することが容易で、内部電極による段差の発生を減らすことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタを示す概略的な斜視図であ
る。
【図２】図１のＢ－Ｂ’線による断面図である。
【図３】図２のＱ領域の拡大図である。
【図４】図１のＡ－Ａ’線による断面図である。
【図５】図１に示された積層セラミックキャパシタを構成する一誘電体層を示す上部平面
図である。
【図６ａ】本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を概略的に
示す断面図である。
【図６ｂ】本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を概略的に
示す断面図である。
【図６ｃ】本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を概略的に
示す断面図である。
【図６ｄ】本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を概略的に
示す斜視図である。
【図６ｅ】本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を概略的に
示す斜視図である。
【図６ｆ】本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を概略的に
示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
以下では、添付の図面を参照し、本発明の好ましい実施形態について説明する。しかし、
本発明の実施形態は様々な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲は以下で説明
する実施形態に限定されない。また、本発明の実施形態は、当該技術分野で平均的な知識
を有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。図面における要
素の形状及び大きさなどはより明確な説明のために誇張されることがある。
【００３４】
図１は本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタを示す概略的な斜視図であり
、図２は図１のＢ－Ｂ’線による断面図であり、図３は図２のＱ領域の拡大図であり、図
４は図１のＡ－Ａ’線による断面図であり、図５は図１に示された積層セラミックキャパ
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シタを構成する一誘電体層を示す上部平面図である。
【００３５】
図１～図５を参照すると、本実施形態による積層セラミックキャパシタは、セラミック本
体１１０と、上記セラミック本体の内部に形成される複数個の内部電極１２１、１２２と
、上記セラミック本体の外表面に形成される外部電極１３１、１３２と、を含む。
【００３６】
上記セラミック本体１１０は、対向する第１側面１及び第２側面２と、上記第１側面及び
第２側面を連結する第３端面３及び第４端面４と、を有することができる。
【００３７】
上記セラミック本体１１０の形状は特に制限されないが、図示されたように直方体であっ
てもよい。
【００３８】
上記セラミック本体１１０の内部に形成された複数個の内部電極１２１、１２２は、セラ
ミック本体の第３端面３または第４端面４に一端が露出する。
【００３９】
上記内部電極１２１、１２２は、異なる極性を有する第１内部電極１２１及び第２内部電
極１２２を一対にすることができる。第１内部電極１２１の一端は第３端面３に露出し、
第２内部電極１２２の一端は第４端面４に露出することができる。上記第１内部電極１２
１及び第２内部電極１２２の他端は、第３端面３または第４端面４から一定間隔を置いて
形成される。これに対する詳しい内容は後述する。
【００４０】
上記セラミック本体の第３端面３及び第４端面４には、第１及び第２外部電極１３１、１
３２が形成され、上記内部電極と電気的に連結されてもよい。
【００４１】
上記セラミック本体の内部には複数個の内部電極が形成されており、上記複数個の内部電
極の各末端から上記第１側面または第２側面までの距離ｄ１は、１８μｍ以下であっても
よい。これは、複数個の内部電極の末端から上記第１側面または第２側面までの平均距離
ｄ１が平均１８μｍ以下であることを意味することができる。
【００４２】
上記内部電極の末端は、上記セラミック本体の第１側面１または第２側面２に向かってい
る内部電極の一領域を意味する。上記内部電極の末端から第１側面または第２側面までの
領域は、第１サイドマージン部１１３または第２サイドマージン部１１４と称することが
できる。
【００４３】
内部電極の末端から第１側面１または第２側面２までの距離ｄ１は、複数個の内部電極間
において多少の差はあり得るが、本発明の一実施形態によると、その偏差がないか、小さ
いという特徴を有する。このような特徴は、本発明の一実施形態による積層セラミックキ
ャパシタの製造方法を通じてより明確に理解することができる。
【００４４】
本発明の一実施形態によると、上記セラミック本体１１０は複数の誘電体層１１２が積層
された積層体１１１と、上記積層体の両側面に形成される第１サイドマージン部１１３及
び第２サイドマージン部１１４とで構成されてもよい。この場合、上記複数個の内部電極
の各末端から上記第１側面または第２側面までの距離ｄ１は、第１サイドマージン部１１
３及び第２サイドマージン部１１４により形成され、上記第１サイドマージン部１１３ま
たは第２サイドマージン部１１４の厚さに該当する。
【００４５】
上記積層体１１１を構成する複数の誘電体層１１２は焼結された状態であり、隣接する誘
電体層同士は境界が確認できない程度に一体化されていてもよい。
【００４６】
上記積層体１１１の長さは上記セラミック本体１１０の長さに該当し、上記セラミック本
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体１１０の長さはセラミック本体の第３端面３から第４端面４までの距離に該当する。即
ち、セラミック本体１１０の第３及び第４端面は積層体１１１の第３端面及び第４端面と
理解することができる。
【００４７】
上記積層体１１１は複数の誘電体層１１２の積層により形成されるもので、上記誘電体層
１１２の長さはセラミック本体の第３端面３と第４端面４間の距離を形成する。
【００４８】
これに制限されないが、本発明の一実施形態によると、セラミック本体の長さは４００～
１４００μｍであってもよい。より具体的には、セラミック本体の長さは４００～８００
μｍであるか、６００～１４００μｍであってもよい。
【００４９】
上記誘電体層上に内部電極１２１、１２２が形成されることができ、内部電極１２１、１
２２は、焼結によって一誘電体層を介して上記セラミック本体の内部に形成されてもよい
。
【００５０】
図５を参照すると、誘電体層１１２に第１内部電極１２１が形成されている。上記第１内
部電極１２１は誘電体層の長さ方向に対しては全体的に形成されない。即ち、第１内部電
極１２１の一端はセラミック本体の第４端面４から所定の間隔ｄ２を置いて形成され、第
１内部電極１２１の他端は第３端面３まで形成されて第３端面３に露出することができる
。
【００５１】
積層体の第３端面３に露出した第１内部電極の他端は、第１外部電極１３１と連結される
。
【００５２】
第１内部電極とは逆に、第２内部電極１２２の一端は第３端面３から所定の間隔を置いて
形成され、第２内部電極１２２の他端は第４端面４に露出して第２外部電極１３２と連結
される。
【００５３】
上記誘電体層１１２は第１内部電極１２１の幅と同じ幅を有してもよい。即ち、上記第１
内部電極１２１は誘電体層１１２の幅方向に対しては全体的に形成されることができる。
誘電体層の幅及び内部電極の幅は、セラミック本体の第１側面及び第２側面を基準とする
。
【００５４】
これに制限されないが、本発明の一実施形態によると、誘電体層の幅及び内部電極の幅は
１００～９００μｍであってもよい。より具体的には、誘電体層の幅及び内部電極の幅は
１００～５００μｍであるか、１００～９００μｍであってもよい。
【００５５】
セラミック本体が小型化するほど、サイドマージン部の厚さが積層セラミックキャパシタ
の電気的特性に影響を及ぼす。本発明の一実施形態によると、サイドマージン部の厚さが
１８μｍ以下に形成されて小型化された積層セラミックキャパシタの特性を向上させるこ
とができる。
【００５６】
本発明の一実施形態では、内部電極と誘電体層は同時に切断されて形成され、内部電極の
幅と誘電体層の幅は同一に形成されることができる。これに対するより具体的な事項は後
述する。
【００５７】
上記内部電極の末端が露出した積層体の両側面には第１サイドマージン部１１３及び第２
サイドマージン部１１４が形成されてもよい。
【００５８】
上述のように、上記複数個の内部電極の各末端から上記第１側面または第２側面までの距
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離ｄ１は、上記第１サイドマージン部１１３または第２サイドマージン部１１４の厚さに
該当する。
【００５９】
上記第１サイドマージン部１１３及び第２サイドマージン部１１４の厚さは、１８μｍ以
下であってもよい。上記第１サイドマージン部１１３及び第２サイドマージン部１１４の
厚さが小さいほど、セラミック本体内に形成される内部電極の重なり面積が相対的に広く
なる。
【００６０】
上記第１サイドマージン部１１３及び第２サイドマージン部１１４の厚さは、積層体１１
１の側面に露出する内部電極のショートを防止することができる厚さであれば、特に制限
されないが、例えば、第１サイドマージン部１１３及び第２サイドマージン部１１４の厚
さは２μｍ以上であってもよい。
【００６１】
上記第１及び第２サイドマージン部の厚さが２μｍ未満では、外部衝撃に対する機械的強
度が低下する恐れがあり、上記第１及び第２サイドマージン部の厚さが１８μｍを超える
と、相対的に内部電極の重なり面積が減少して積層セラミックキャパシタの高容量を確保
することが困難となる可能性がある。
【００６２】
本発明の一実施形態によると、上記第１サイドマージン部１１３及び第２サイドマージン
部１１４はセラミックスラリーで形成してもよい。上記セラミックスラリーの量を調節す
ることにより、上記第１サイドマージン部１１３及び第２サイドマージン部１１４の厚さ
が容易に調節でき、１８μｍ以下に薄く形成することができる。
【００６３】
上記第１サイドマージン部１１３及び第２サイドマージン部１１４の厚さは上記マージン
部それぞれの平均厚さを意味することができる。
【００６４】
上記第１サイドマージン部１１３及び第２サイドマージン部１１４の平均厚さは、図２の
ようにセラミック本体１１０の幅方向の断面を走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｓｃａｎｎｉｎ
ｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）でイメージをスキャンして測定すること
ができる。
【００６５】
例えば、図２のように、セラミック本体１１０の幅及び厚さ方向（Ｗ－Ｔ）の断面を走査
電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）で
スキャンしたイメージから抽出した任意の第１サイドマージン部１１３及び第２サイドマ
ージン部１１４に対し、セラミック本体の厚さ方向の上、中、下の任意の３地点の厚さを
測定して平均値を得ることができる。
【００６６】
積層セラミックキャパシタの容量を極大化すべく、誘電体層を薄膜化する方法、薄膜化し
た誘電体層を高積層化する方法、内部電極のカバレッジを向上させる方法などが考えられ
ている。また、容量を形成する内部電極の重なり面積を向上させる方法が考慮されている
。内部電極の重なり面積を増加させるためには、内部電極の形成されないマージン部領域
が最小化されなければならない。特に、積層セラミックキャパシタが小型化するほど、内
部電極の重なり領域を増加させるためにマージン部領域が最小化されなければならない。
【００６７】
本実施形態によると、誘電体層の幅方向の全体に内部電極が形成され、サイドマージン部
の厚さが１８μｍ以下に設定され、内部電極の重なり面積が広いという特徴を有する。
【００６８】
一般的に、誘電体層が高積層化するほど、誘電体層及び内部電極の厚さが薄くなる。従っ
て、内部電極がショートする現象が頻繁に発生する恐れがある。また、誘電体層の一部の
みに内部電極が形成される場合、内部電極による段差が発生し、絶縁抵抗の加速寿命や信
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頼性が低下する恐れがある。
【００６９】
しかし、本実施形態によると、薄膜の内部電極及び誘電体層を形成しても、内部電極が誘
電体層の幅方向に対して全体的に形成されるため、内部電極の重なり面積が大きくなって
積層セラミックキャパシタの容量を大きくすることができる。
【００７０】
また、内部電極による段差を減少させて絶縁抵抗の加速寿命が向上し、容量特性に優れ、
且つ信頼性に優れた積層セラミックキャパシタを提供することができる。
【００７１】
一方、上記セラミック本体１１０内部において、上記積層体１１１と上記第１サイドマー
ジン部１１３及び第２サイドマージン部１１４の境界面には気孔ｐが発生することがある
。
【００７２】
特に、上記セラミック本体１１０内部のカバー層と上記サイドマージン部の境界面に発生
する気孔ｐによって、積層セラミックキャパシタが衝撃に脆弱であるという問題がある。
【００７３】
本発明の一実施形態によると、上記第１サイドマージン部１１３または第２サイドマージ
ン部１１４が、上記内部電極１２１、１２２の端部と内部電極１２１、１２２の延長線が
第１側面１または第２側面２と接する地点との距離の中心点を連結した仮想線により二つ
の領域に区分されるとき、上記内部電極１２１、１２２に隣接した領域をＳ１とし、上記
Ｓ１の気孔率をＰ１とすると、１≦Ｐ１≦２０を満たすことができる。
【００７４】
上記Ｓ１の気孔率Ｐ１が１≦Ｐ１≦２０を満たすように調節することで、熱衝撃、電気衝
撃などの外部衝撃を緩和させることができ、高信頼性、高容量積層セラミックキャパシタ
を具現することができる。
【００７５】
上記Ｓ１の気孔率Ｐ１が１≦Ｐ１≦２０を満たすように調節する方法は特に制限されず、
例えば、Ｓ１領域を形成するセラミックスラリー内に添加されるガラス（ｇｌａｓｓ）の
含量を調節することで具現することができる。
【００７６】
上記Ｓ１の気孔率Ｐ１は、上記内部電極に隣接した領域Ｓ１の面積当たりの気孔の面積比
率と定義することができる。
【００７７】
上記Ｓ１の気孔率Ｐ１は、図２のようにセラミック本体１１０の幅及び厚さ方向（Ｗ－Ｔ
）の断面を走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓ
ｃｏｐｅ）でイメージをスキャンして測定することができる。
【００７８】
例えば、図２のように外部電極１３１の中央部で切断したセラミック本体１１０の幅及び
厚さ方向（Ｗ－Ｔ）の断面を走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｔｒｏ
ｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）でスキャンしたイメージから抽出した任意の第１サイドマー
ジン部１１３または第２サイドマージン部１１４に対し、上記内部電極に隣接した領域Ｓ
１でその気孔率を測定することができる。
【００７９】
上記Ｓ１の気孔率Ｐ１が１未満では、熱衝撃及び焼成クラックが発生することがあり、２
０を超えると、耐湿特性が低下し、セラミック本体の強度が低下する恐れがある。
【００８０】
本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタは、上述した本発明の一実施形態
による積層セラミックキャパシタにおいて、上記第１サイドマージン部１１３または第２
サイドマージン部１１４が、上記内部電極１２１、１２２の端部と内部電極１２１、１２
２の延長線が第１側面１または第２側面２と接する地点との距離の中心点を連結した仮想



(12) JP 2014-204116 A 2014.10.27

10

20

30

40

50

線により二つの領域に区分されるとき、上記第１側面１または第２側面２に隣接した領域
をＳ２とし、上記Ｓ２の気孔率をＰ２とすると、Ｐ１／Ｐ２＞２を満たすことができる。
【００８１】
上記Ｓ２の気孔率Ｐ２は上記第１側面１または第２側面２に隣接した領域Ｓ２の面積当た
りの気孔の面積比率と定義することができる。
【００８２】
上記Ｓ１の気孔率Ｐ１及び上記Ｓ２の気孔率Ｐ２がＰ１／Ｐ２＞２を満たすように調節す
ることで、熱衝撃、電気衝撃などの外部衝撃を緩和させることができ、高信頼性、高容量
積層セラミックキャパシタを具現することができる。
【００８３】
上記Ｐ１／Ｐ２の値が２以下では、熱衝撃及び焼成クラックの問題が発生することがある
。
【００８４】
本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタは、上記の特徴を除き、上述した
本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタの特徴と同一であるため、ここでは
その説明を省略する。
【００８５】
以下、本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を説明する。
【００８６】
図６ａ～図６ｆは本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を概
略的に示す断面図及び斜視図である。
【００８７】
図６ａに示されたように、セラミックグリーンシート２１２ａ上に所定の間隔ｄ４を置い
て複数個のストライプ型第１内部電極パターン２２１ａを形成する。上記複数個のストラ
イプ型第１内部電極パターン２２１ａは互いに平行に形成されることができる。
【００８８】
上記所定の間隔ｄ４は、内部電極が異なる極性を有する外部電極と絶縁されるための距離
であって、図５に示されたｄ２×２の距離と理解されることができる。
【００８９】
上記セラミックグリーンシート２１２ａは、セラミック粉末、有機溶剤及び有機バインダ
ーを含むセラミックスラリーで形成されてもよい。
【００９０】
上記セラミック粉末は高い誘電率を有する物質で、これに制限されないが、チタン酸バリ
ウム（ＢａＴｉＯ３）系材料、鉛複合ペロブスカイト系材料またはチタン酸ストロンチウ
ム（ＳｒＴｉＯ３）系材料などを用いてもよく、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）粉末
を用いることが好ましい。上記セラミックグリーンシート２１２ａが焼成されると、セラ
ミック本体を構成する誘電体層１１２となる。
【００９１】
ストライプ型第１内部電極パターン２２１ａは、導電性金属を含む内部電極ペーストによ
り形成されてもよい。上記導電性金属はこれに制限されないが、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｐｄ、また
はこれらの合金であることができる。
【００９２】
上記セラミックグリーンシート２１２ａ上にストライプ型第１内部電極パターン２２１ａ
を形成する方法は特に制限されないが、例えば、スクリーン印刷法またはグラビア印刷法
のような印刷法により形成されることができる。
【００９３】
また、図示していないが、さらに他のセラミックグリーンシート２１２ａ上に所定の間隔
を置いて複数個のストライプ型第２内部電極パターン２２２ａを形成してもよい。
【００９４】
以下、第１内部電極パターン２２１ａが形成されたセラミックグリーンシートは第１セラ
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ミックグリーンシート、第２内部電極パターン２２２ａが形成されたセラミックグリーン
シートは第２セラミックグリーンシートと称することができる。
【００９５】
次に、図６ｂに示されたように、ストライプ型第１内部電極パターン２２１ａとストライ
プ型第２内部電極パターン２２２ａが交互に積層されるように第１及び第２セラミックグ
リーンシートを交互に積層することができる。
【００９６】
その後、上記ストライプ型第１内部電極パターン２２１ａは第１内部電極１２１を形成す
ることができ、ストライプ型第２内部電極パターン２２２ａは第２内部電極１２２を形成
することができる。
【００９７】
図６ｃは本発明の一実施例により第１及び第２セラミックグリーンシートが積層されたセ
ラミックグリーンシート積層体２１０を示す断面図であり、図６ｄは第１及び第２セラミ
ックグリーンシートが積層されたセラミックグリーンシート積層体２１０を示す斜視図で
ある。
【００９８】
図６ｃ及び図６ｄを参照すると、複数個の平行するストライプ型第１内部電極パターン２
２１ａが印刷された第１セラミックグリーンシートと、複数個の平行するストライプ型第
２内部電極パターン２２２ａが印刷された第２セラミックグリーンシートとが交互に積層
されている。
【００９９】
より具体的には、第１セラミックグリーンシートに印刷されたストライプ型第１内部電極
パターン２２１ａの中央部と、第２セラミックグリーンシートに印刷されたストライプ型
第２内部電極パターン２２２ａ間の間隔ｄ４とが重なるように積層されてもよい。
【０１００】
次に、図６ｄに示されたように、上記セラミックグリーンシート積層体２１０は、複数個
のストライプ型第１内部電極パターン２２１ａ及びストライプ型第２内部電極パターン２
２２ａを横切るように切断されてもよい。即ち、上記セラミックグリーンシート積層体２
１０はＣ１－Ｃ１切断線に沿って棒型積層体２２０に切断されてもよい。
【０１０１】
より具体的には、ストライプ型第１内部電極パターン２２１ａ及びストライプ型第２内部
電極パターン２２２ａは長さ方向に切断され、一定幅を有する複数個の内部電極に分割さ
れることができる。このとき、積層されたセラミックグリーンシートも内部電極パターン
とともに切断される。これにより、誘電体層は内部電極の幅と同じ幅を有するように形成
されることができる。
【０１０２】
上記棒型積層体２２０の切断面に第１及び第２内部電極の末端が露出することができる。
上記棒型積層体の切断面はそれぞれ棒型積層体の第１側面及び第２側面と称されることが
できる。
【０１０３】
上記セラミックグリーンシート積層体を焼成してから棒型積層体に切断してもよい。また
、上記セラミックグリーンシートを棒型積層体に切断してから焼成を行ってもよい。これ
に制限されないが、上記焼成は１１００℃～１３００℃のＮ２－Ｈ２雰囲気で行われるこ
とができる。
【０１０４】
次に、図６ｅに示されたように、上記棒型積層体２２０の第１及び第２側面のそれぞれに
第１サイドマージン部２１３ａ及び第２サイドマージン部２１４ａを形成することができ
る。第２サイドマージン部２１４ａは明確に図示されず、点線でその輪郭を示した。
【０１０５】
上記棒型積層体２２０の第１及び第２側面は、図２に示した積層体１１１の第１側面１及
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び第２側面２に対応すると理解することができる。
【０１０６】
上記第１及び第２サイドマージン部２１３ａ、２１４ａは、棒型積層体２２０にセラミッ
ク粉末を含むセラミックスラリーで形成されてもよい。
【０１０７】
上記セラミックスラリーはセラミック粉末、有機バインダー及び有機溶剤を含むもので、
第１及び第２サイドマージン部２１３ａ、２１４ａが所望する厚さを有するように第３セ
ラミックスラリーの量を調節することができる。
【０１０８】
上記棒型積層体２２０の第１及び第２側面にセラミックスラリーを塗布して第１及び第２
サイドマージン部２１３ａ、２１４ａを形成することができる。上記セラミックスラリー
の塗布方法は特に制限されず、例えば、スプレー方式で噴射したり、ローラーを利用して
塗布してもよい。
【０１０９】
また、上記棒型積層体をセラミックスラリーにディッピング（ｄｉｐｐｉｎｇ）して棒型
積層体の第１及び第２側面に第１及び第２サイドマージン部２１３ａ、２１４ａを形成す
ることができる。
【０１１０】
上述のように、上記第１及び第２サイドマージン部の厚さは１８μｍ以下に形成されるこ
とができる。上記第１及び第２サイドマージン部の厚さは、上記内部電極の末端が露出す
る棒型積層体の第１側面または第２側面から測定されることができる。
【０１１１】
次に、図６ｅ及び図６ｆに示されたように、第１及び第２サイドマージン部２１３ａ、２
１４ａが形成された上記棒型積層体２２０をＣ２－Ｃ２切断線に沿って個別チップサイズ
に合わせて切断することができる。図６ｃは上記Ｃ２－Ｃ２切断線の位置を把握するのに
参照することができる。
【０１１２】
棒型積層体２２０をチップサイズに切断することにより、積層体１１１と積層体の両側面
に形成された第１及び第２サイドマージン部２１３ａ、２１４ａを有するセラミック本体
が形成されることができる。
【０１１３】
上記棒型積層体２２０をＣ２－Ｃ２切断線に沿って切断することにより、重なった第１内
部電極の中央部と第２内部電極間に形成された所定の間隔ｄ４とが同じ切断線により切断
されることができる。他の観点では、第２内部電極の中央部と第１内部電極間に形成され
た所定の間隔とが同じ切断線により切断されることができる。
【０１１４】
これにより、第１内部電極及び第２内部電極の一端はＣ２－Ｃ２切断線による切断面に交
互に露出することができる。上記第１内部電極の露出した面は図５に示された積層体の第
３端面３と理解され、上記第２内部電極の露出した面は図５に示された積層体の第４端面
４と理解されることができる。
【０１１５】
上記棒型積層体２２０をＣ２－Ｃ２切断線に沿って切断することにより、ストライプ型第
１内部電極パターン２２１ａ間の所定の間隔ｄ４は半分に切断され、第１内部電極１２１
の一端が第４端面から所定の間隔ｄ２を有するようにする。また、第２内部電極１２２が
第３端面から所定の間隔を有するようにする。
【０１１６】
その後、上記第１及び第２内部電極の一端と連結されるように上記第３端面及び第４端面
のそれぞれに外部電極を形成することができる。
【０１１７】
本実施形態のように、棒型積層体２２０に第１及び第２サイドマージン部を形成し、チッ
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形成することができる。
【０１１８】
また、図示しなかったが、第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部を形成する前
に棒型積層体をチップサイズに切断して複数個の積層体を形成することができる。
【０１１９】
即ち、棒型積層体を重なった第１内部電極の中央部と第２内部電極間に形成された所定の
間隔とが同じ切断線によって切断されるように切断することができる。これにより、第１
内部電極及び第２内部電極の一端を切断面に交互に露出させることができる。
【０１２０】
その後、上記積層体の第１及び第２側面に第１サイドマージン部及び第２サイドマージン
部を形成することができる。第１及び第２サイドマージン部の形成方法は上述の通りであ
る。
【０１２１】
また、上記第１内部電極が露出した積層体の第３端面と上記第２内部電極が露出した積層
体の第４端面にそれぞれ外部電極を形成することができる。
【０１２２】
本発明の他の実施形態によると、積層体の第１及び第２側面を介して第１及び第２内部電
極の末端が露出する。積層された複数個の第１及び第２内部電極は同時に切断され上記内
部電極の末端は一直線上に置かれることができる。その後、上記積層体の第１及び第２側
面に第１及び第２サイドマージン部が一括形成される。上記積層体及び上記第１及び第２
サイドマージン部によりセラミック本体が形成される。即ち、上記第１及び第２サイドマ
ージン部はセラミック本体の第１及び第２側面を形成する。
【０１２３】
これにより、本実施形態によると、上記複数個の内部電極の末端からセラミック本体の第
１及び第２側面までの距離を一定に形成することができる。また、上記第１及び第２サイ
ドマージン部はセラミックスラリーにより形成され、薄く形成することができる。
【０１２４】
また、セラミックキャパシタの第１及び第２サイドマージン部を形成するセラミックスラ
リー内に添加されるガラス（ｇｌａｓｓ）の含量を調節することで、Ｓ１の気孔率Ｐ１が
１≦Ｐ１≦２０を満たすことができ、上記Ｓ１の気孔率Ｐ１及び上記Ｓ２の気孔率Ｐ２が
Ｐ１／Ｐ２＞２を満たすことができる。
【０１２５】
これにより、本発明の一実施形態によると、熱衝撃、電気衝撃などの外部衝撃を緩和させ
ることができ、高信頼性、高容量積層セラミックキャパシタを具現することができる。
【０１２６】
下表１は積層セラミックキャパシタのサイドマージン部の平均厚さ別のＳ１の気孔率Ｐ１
、及びＳ１の気孔率Ｐ１とＳ２の気孔率Ｐ２の比（Ｐ１／Ｐ２）による信頼性を比較した
ものである。
【０１２７】
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【表１】

【０１２８】
上記表１を参照すると、試料１～３はサイドマージン部の平均厚さが１８μｍ以下のもの
で、Ｓ１の気孔率Ｐ１、及びＳ１の気孔率Ｐ１とＳ２の気孔率Ｐ２の比（Ｐ１／Ｐ２）が
本発明の数値範囲から外れる場合、信頼性テストで問題が生じ得ることが分かる。
【０１２９】
試料４～６はサイドマージン部の平均厚さが１８μｍを超えるものであり、Ｓ１の気孔率
Ｐ１、及びＳ１の気孔率Ｐ１とＳ２の気孔率Ｐ２の比（Ｐ１／Ｐ２）が本発明の数値範囲
から外れても信頼性評価で良好な結果を示す。
【０１３０】
下表２はサイドマージン部の平均厚さが１８μｍ以下の場合、Ｓ１の気孔率Ｐ１、及びＳ
１の気孔率Ｐ１とＳ２の気孔率Ｐ２の比（Ｐ１／Ｐ２）による耐湿特性及び信頼性を比較
したものである。
【０１３１】
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【表２】

＊：比較例
【０１３２】
表２における耐湿特性評価は、２００個のチップを基板に実装した後、湿度条件８５８５
（８５℃、８５％湿度）で行っており、信頼性評価は、チップを研磨した後、破壊分析時
のクラックの発生有無で評価し、具体的には、３２０℃の鉛槽に２秒間浸漬させた後、熱
衝撃クラックの発生有無テストで行われた。
【０１３３】
上記表２における耐湿特性評価では、良好な場合を○、不良の場合を×と表示した。
【０１３４】
上記表２から分かるように、上記Ｓ１の気孔率Ｐ１が１≦Ｐ１≦２０を満たし、Ｓ１の気
孔率Ｐ１とＳ２の気孔率Ｐ２の比（Ｐ１／Ｐ２）がＰ１／Ｐ２＞２を満たす場合、耐湿特
性も向上し、信頼性も向上することが分かる。
【０１３５】
以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定され
ず、請求の範囲に記載された本発明の技術的思想から外れない範囲内で多様な修正及び変
形が可能であるということは、当技術分野の通常の知識を有する者には明らかである。
【符号の説明】
【０１３６】
１１０　セラミック本体
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１１１　積層体
１１２　誘電体層
１１３、１１４　第１及び第２サイドマージン部
１２１、１２２　第１及び第２内部電極
１３１、１３２　第１及び第２外部電極
１１２ａ　セラミックグリーンシート
１２１ａ、１２２ａ　ストライプ型第１及び第２内部電極パターン
２１０　セラミックグリーンシート積層体
２２０　棒型積層体
Ｐ　気孔
Ｓ１　サイドマージン部において内部電極に隣接した領域
Ｓ２　サイドマージン部において第１側面または第２側面に隣接した領域
Ｐ１　Ｓ１領域の気孔率
Ｐ２　Ｓ２領域の気孔率

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６ａ】

【図６ｂ】

【図６ｃ】 【図６ｄ】
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【図６ｅ】

【図６ｆ】

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月7日(2014.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する第１側面及び第２側面、前記第１側面及び第２側面を連結する第３端面及び第
４端面を有するセラミック本体と、
　前記セラミック本体の内部に形成され、前記第３端面または第４端面に一端が露出する
複数個の内部電極と、
　前記第１側面及び第２側面から前記内部電極の端部までの平均厚さが１８μｍ以下に形
成された第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部と、を含み、
　前記第１サイドマージン部または第２サイドマージン部が、前記内部電極の端部と内部
電極の延長線が第１側面または第２側面と接する地点との距離の中心点を連結した仮想線
により二つの領域に区分されるとき、前記内部電極に隣接した領域をＳ１、前記第１側面
または第２側面に隣接した領域をＳ２とし、前記Ｓ１の気孔率をＰ１及び前記Ｓ２の気孔
率をＰ２とすると、１≦Ｐ１≦２０及びＰ１／Ｐ２＞２を満たす積層セラミックキャパシ
タ。
【請求項２】
　前記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部はセラミックスラリーで形成され
る、請求項１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項３】
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　前記内部電極は、一端が前記第３端面に露出し、他端が前記第４端面から所定の間隔を
置いて形成される第１内部電極と、一端が第４端面に露出し、他端が前記第３端面から所
定の間隔を置いて形成される第２内部電極とで構成される、請求項１に記載の積層セラミ
ックキャパシタ。
【請求項４】
　複数個のストライプ型第１内部電極パターンが所定の間隔を置いて形成された第１セラ
ミックグリーンシート及び複数個のストライプ型第２内部電極パターンが所定の間隔を置
いて形成された第２セラミックグリーンシートを設ける段階と、
　前記ストライプ型第１内部電極パターンと前記ストライプ型第２内部電極パターンが交
互になるよう前記第１セラミックグリーンシートと前記第２セラミックグリーンシートを
積層してセラミックグリーンシート積層体を形成する段階と、
　前記ストライプ型第１内部電極パターン及び第２内部電極パターンを横切って第１内部
電極及び第２内部電極が一定幅を有し、前記幅方向に前記第１内部電極及び第２内部電極
の末端が露出した側面を有するように前記セラミックグリーンシート積層体を切断する段
階と、
　前記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露出した側面にセラミックスラリーで第１
サイドマージン部及び第２サイドマージン部を形成する段階と、を含み、前記第１サイド
マージン部及び第２サイドマージン部は前記第１側面及び第２側面から前記内部電極の端
部までの平均厚さが１８μｍ以下に形成され、前記第１サイドマージン部または第２サイ
ドマージン部が、前記内部電極の端部と内部電極の延長線が第１側面または第２側面と接
する地点との距離の中心点を連結した仮想線により二つの領域に区分されるとき、前記内
部電極に隣接した領域をＳ１、前記第１側面または第２側面に隣接した領域をＳ２とし、
前記Ｓ１の気孔率をＰ１及び前記Ｓ２の気孔率をＰ２とすると、１≦Ｐ１≦２０及びＰ１
／Ｐ２＞２を満たす積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項５】
　前記セラミックグリーンシート積層体を形成する段階は、
　前記ストライプ型第１内部電極パターンの中心部と前記ストライプ型第２内部電極パタ
ーン間の所定の間隔とが重なるように積層される、請求項４に記載の積層セラミックキャ
パシタの製造方法。
【請求項６】
　前記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階は、
　前記セラミックグリーンシート積層体が、前記第１内部電極及び第２内部電極の末端が
露出した側面を有する棒型積層体になるように行われ、
　前記第１及び第２サイドマージン部を形成する段階後に、前記第１内部電極の中心部及
び第２内部電極間の所定の間隔を同じ切断線で切断して第１内部電極または第２内部電極
の一端がそれぞれ露出した第３端面または第４端面を有する積層体に切断する段階が行わ
れる、請求項４に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項７】
　前記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階は、
　前記セラミックグリーンシートを前記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露出した
側面を有する棒型積層体に切断する段階、及び前記棒型積層体を前記第１内部電極の中心
部及び前記第２内部電極間の所定の間隔を同じ切断線で切断して第１内部電極または第２
内部電極の一端がそれぞれ露出した第３端面または第４端面を有する積層体に切断する段
階で行われ、
　前記第１及び第２サイドマージン部を形成する段階は、前記積層体に対して行われる、
請求項４に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項８】
　前記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部を形成する段階は、前記第１内部
電極及び第２内部電極の末端が露出した側面に、セラミックスラリーを塗布することで行
う、請求項４に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
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【請求項９】
　前記第１サイドマージン部及び第２サイドマージン部を形成する段階は、前記第１内部
電極及び第２内部電極の末端が露出した側面をセラミックスラリーにディッピングするこ
とで行う、請求項４に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図３】
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